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(54) Verfahren zur Versiegelung von Blisterverpackungen

(57) Bei einem Verfahren zur Versiegelung von Bli-
sterverpackungen (10) wird ein Blisterbodenteil (16) mit
wenigstens einem aus einer Bodenfolie (18) herausge-
formten, eine Öffnung (21) aufweisenden napfförmigen
Behältnis (20) über eine Siegelschicht (14) mit einer

Deckfolie (12) versiegelt. Dabei wird die Siegelschicht
als selbstklebende Schicht (30) zwischen der Deckfolie
(12) und dem Blisterbodenteil (16) angeordnet und die
Versiegelung im wesentlichen ohne Zufuhr von Wärme
aktiviert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Versie-
gelung von Blisterverpackungen, bei welchem Verfahren
ein Blisterbodenteil mit wenigstens einem aus dem Bli-
sterbodenteil herausgeformten napfförmigen Behältnis
über eine Siegelschicht mit einer Deckfolie versiegelt
wird.
[0002] Blisterverpackungen werden heute zur Verpak-
kung einer grossen Anzahl unterschiedlicher Produkte
aus den Bereichen Pharmazie, Medizin, Medizinaltech-
nik, Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel
und allgemeine Technik eingesetzt.
[0003] Die in fester, pulvriger, viskoser oder flüssiger
Form vorliegenden Füllgüter können fertig in die Verpak-
kung eingelegt werden oder in der Verpackung, z.B.
durch Gefriertrocknung, in die entsprechende Darrei-
chungsform gebracht werden.
[0004] Zum Öffnen von Blisterverpackungen zur Ent-
nahme von Füllgut bekannte Systeme umfassen u.a. bei-
spielsweise das Durchdrücken des Füllgutes, z.B. einer
Tablette, aus dem napfförmigen Behältnis durch die
Deckfolie, das Öffnen des napfförmigen Behältnisses
durch Peelen der Deckfolie oder das Peelen einer Teil-
schicht der Deckfolie mit anschliessendem Durchdrük-
ken der Tablette durch eine durch Peelen der ersten Teil-
schicht freigelegte zweite Teilschicht (Peel-Push Syste-
me).
[0005] Es werden immer mehr Wirkstoffe in Pharma-
präparaten (API, Active Pharmaceutical Ingredient) ent-
wickelt, welche empfindlich gegenüber höheren Tempe-
raturen sind. Bei der herkömmlichen Versiegelung der
Blisterverpackungen in einem von der Maschinenge-
schwindigkeit abhängigen Temperaturbereich von
160°C bis 280°C wird das Füllgut durch Strahlungswär-
me und Wärmeleitung im Packmaterial so stark erwärmt,
dass der Wirkstoff Schaden nehmen kann. Dieses Pro-
blem kann selbst mit einer direkt nach der Versiegelungs-
station angeordneten Kühlstation nicht für alle Produkte
behoben werden. Dies gilt besonders bei Verwendung
von Deckfolienlaminaten mit Papier und/oder Polyester
oder orientiertem Polyamid. Die benötigte Siegeltempe-
ratur ist teilweise so hoch, dass der Deckfolienverbund
vorgewärmt werden muss.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Versiegelung ohne oder nur mit geringer Wärmeeinwir-
kung zu erreichen, damit das Füllgut nicht durch die Sie-
gelwärme beeinflusst wird.
[0007] Zur erfindungsgemässen Lösung der Aufgabe
führt dass die Siegelschicht als selbstklebende, im we-
sentlichen ohne Zufuhr von Wärme aktivierbare Siegel-
schicht zwischen Deckfolie und Blisterbodenteil ange-
ordnet und aktiviert wird.
[0008] Die erfindungsgemäss verwendeten, selbstkle-
benden Systeme lassen sich auf alle herkömmlichen Bli-
sterverpackungen übertragen und können vor der Ver-
siegelung als Beschichtung auf die Deckfolie, auf das
Blisterbodenteil oder auf beide Blisterbestandteile appli-

ziert werden. Bei Deckfolien kann die selbstklebende
Schicht Teil der fertig konfektionierten Rollenware sein.
Beim Blistermaterial erfolgt ein Auftrag der selbstkleben-
den Siegelschicht vorzugsweise erst nach Ausformen
der napfförmigen Vertiefungen.
[0009] Die Siegelschicht enthält bevorzugt einen
druckempfindlichen Klebstoff (PSA, pressure sensitive
adhesive) und wird durch Druck aktiviert.
[0010] Die Siegelschicht kann auf das Blisterbodenteil
oder auf die Deckfolie aufgebracht werden. Zweckmäs-
sigerweise wird die Siegelschicht von einer Trägerfolie
mit Antihaftbeschichtung auf das Blisterbodenteil oder
die Deckfolie übertragen.
[0011] Vor dem Aufbringen auf das Blisterbodenteil
kann die Siegelschicht mit auf die Anordnung der Öff-
nungen der Näpfe im Blisterbodenteil abgestimmten Öff-
nungen versehen werden.
[0012] Als Deckfolie geeignet sind beispielsweise die
nachstehend angeführten Laminate mit einer Aluminium-
folie:

Lack / Aluminiumfolie / Siegelschicht
Kunststofffolie / Aluminiumfolie / Siegelschicht
Papier / Aluminiumfolie / Siegelschicht
Kunststofffolie / Papier / Aluminiumfolie / Siegel-
schicht
Papier /Kunststofffolie / Aluminiumfolie / Siegel-
schicht
Kunststofffolie / Kunststofffolie / Aluminiumfolie / Sie-
gelschicht

[0013] Die Aluminiumfolie weist bevorzugt eine Dicke
von 5 bis 100 Pm, insbesondere 7 bis 40 Pm, auf und
kann im Zustand weich, hart oder in einer Zwischenhärte
vorliegen.
[0014] Weitere mögliche Deckfolien ohne Aluminium
als Barriereschicht sind Folien oder Verbunde mit ande-
ren funktionelle Barrieren, wie z.B. mit im Vakuum auf-
gedampften oder gesputterten Metallen und kerami-
schen Dünnschichten aus z.B. SiOx oder Al2O3 oder
durch eine Lackierung aufgetragenen, speziellen Lak-
ken, wie z.B. vom Typ der Ormocere.
[0015] Werden keine Barrieren, z. B. gegen Feuchtig-
keit und Sauerstoff, benötigt, so kann die Deckfolie aus
verschiedenen Papieren, Kunststofffolien oder Kombi-
nationen dieser Materialien bestehen.
[0016] Als Material für thermoformbare Blisterboden-
teile aus Kunststoff können alle auf dem Markt befindli-
chen thermoformbaren Systeme verwendet werden, z.B.

- PET (Polyethylenterephthalat)
- PVC (Polyvinylchlorid)
- PVC / PVDC (Polyvinylidenchlorid)
- PP (Polypropylen)
- PP/PVDC
- Spezielle Polyethylene
- Laminate mit COC (Cycloolefin-Copolymere), z.B.

PET, PA (Polyamid), PP, PVC, PVDC-Folie oder
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PVDC-Beschichtung, Aclar®

- Laminate mit Aclar®, z.B. PET, PA, PVC; PP; COC;
COP (Cycloolefin-Polymere), PVDC-Folie oder -Be-
schichtung

- Laminate mit COP, z.B. PET, PA, PVC, PP, PVDC-
Folie oder PVDC-Beschichtung, Aclar®)

- Laminate PA/PE für medizinische Verpackung

[0017] Die vorstehend angeführten Laminate können
aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, wobei funktio-
nelle Schichten, wie z.B. eine Barriereschicht, üblicher-
weise zwischen zwei Schichten im Sandwich angeordnet
sind.
[0018] Ein anderes, zur Herstellung von Blisterboden-
teilen für sogenannte Alu-Alu Blister geeignetes Material
ist Formpack®, aus welchem die Blisterbodenteile durch
Kaltverformung hergestellt werden. Geeignete Laminate
haben beispielsweise folgenden Aufbau:

- biaxial gereckte Kunststofffolie (z. B. oPA, oPET,
oPP) / Aluminium / Siegelschicht (z.B. PA, oPA, PE,
PVC, oPP, PP, Surlyn®, Aclar®, Barex®, PVDC-Folie
oder PVDC-Beschichtung, COC, COP, PET u.a.m.)

[0019] Das Laminat kann mehr als drei Schichten ent-
halten, wenn zur Versteifung oder verbesserter Planlage
weitere Kunststoffe oder Metallfolie zugefügt werden.
Bevorzugt werden der innenseitigen Siegelschicht ent-
sprechende Kunststoffe auf der Aussenseite zugefügt.
Das Gleiche gilt auch für die Innenseite. Beispiele hierfür
sind PVC / oPA / Al / PVC, COC / PE / oPA / Al/oPA /
COC-PE oder PP / oPA / Al / oPA / PP, um nur drei zu
nennen.
[0020] Bei Verwendung einer selbstklebenden Deck-
folie kann auf eine an der Innenseite angeordnete Sie-
gelschicht verzichtet werden. In diesem Fall ist die in-
nenseitig angeordnete Aluminiumfolie üblicherweise
blank oder mit einer Schicht versehen, welche eine Reib-
korrosion oder eine Beeinflussung durch das Metall ver-
hindert, z.B. mit einer Lackschicht.
[0021] In die an der Deckfolie und/oder am Blisterbo-
denteil angeordneten Siegelschichten können zur Ver-
ringerung der Querdiffusion von Feuchtigkeit und Sau-
erstoff und zur Entfernung von Feuchtigkeit und Sauer-
stoff aus der Luft im Napf Trockenmittel und Sauerstoff-
absorber integriert sein.
[0022] Die durch Druck und/oder eine geringe Wärme-
zufuhr aktivierbaren Siegelschichten sind z.B. aus dem
Bereich der selbstklebenden Etiketten, Kaltversiegelung
oder wiederverschliessbaren Verpackungen bekannte,
selbstklebende Systeme. Diese umfassen als selbstkle-
bende, druckempfindliche Haftmasse u.a. Natur- und
Synthesekautschuke, Polyacrylate, Blockcopolymere
mit Polystyrolblockanteilen, Polyethylenvinylacetate und
Polyurethan basierte Haftklebstoffe. Sie werden meist in
Kombination mit Zusätzen wie Harzen und Weichma-
chern und/oder sonstigen Hilfsstoffen, beispielsweise
Antioxidantien und auch Füllstoffen eingesetzt.

[0023] Die Siegelschicht kann auch als ein- oder beid-
seitig selbstklebendes Etikett als Einzelblatt oder fortlau-
fend aufgebracht werden. Damit es nicht zum Verkleben
in einem Rollenwickel oder Stapel kommt, sind die Kle-
beschichten mit einer Release- oder Antihaftschicht, die
vor dem Aufbringen der Klebeschichten in der Blisterma-
schine entfernt wird, abgedeckt.
[0024] Die klebende bzw. siegelnde Schicht kann auch
vom Trägermaterial direkt auf das Blistermaterial aufge-
bracht werden.
[0025] Geeignete Trägermaterialien für die selbstkle-
benden Schichten sind z.B. Papier, Zellglas, Aluminium-
folie, halogenierte Kunststoffe wie z.B. PVC, PVDC,
PCTFE (Polychlortrifluorethylen), Polyfluorethylene, z.B.
Polytetrafluorethylen, Polyester, PEN (Polyethylennaph-
talat), Stickstoff enthaltende Polymere, wie z.B. Polyami-
de, Polyimide und Polyimine, Polypropylen, Polyethylen,
Polycarbonat, Polystyrol, Cycloolefin-Copolymere, Cy-
cloolefin-Polymere und Kombinationen der vorgenann-
ten Stoffe.
[0026] Die als Trägermaterialien verwendeten Kunst-
stofffolien können ungereckt, aber auch mono- oder bia-
xial gereckt sein. Die Dicken der Trägermaterialien be-
tragen für Kunststofffolien etwa 4 bis 300 Pm und ent-
sprechen im übrigen bezüglich Herstellung und Maschi-
nenfähigkeit für die Beschichtungen mit dem Klebstoff
dem Stand der Technik. Aus ökonomischen und ökolo-
gischen werden die minimal möglichen oder optimalen
Dicken verwendet.
[0027] Um zu verhindern, dass das Füllgut im versie-
gelten Blister beim Transport und beim Öffnen der Blister
nicht an der Klebeschicht haften bleibt, ist die Siegel-
schicht beim Auftrag mittels einer Trägerfolie in den beim
versiegelten Blister über den napfförmigen Vertiefungen
liegenden Bereichen ausgestanzt. Wird die Siegel-
schicht im Druckverfahren aufgetragen, so bleibt dieser
Bereich unbedruckt, also frei von der Klebeschicht.
[0028] Wenn die Innenschicht der Deckfolie selbstkle-
bend ist, kann die Deckfolie durch leichten Druck, ohne
oder mit geringer Wärmezufuhr, mit dem Blisterbodenteil
verbunden werden.
[0029] Als Siegelverfahren können die üblicherweise
eingesetzten, kontinuierlichen und getakteten Verfahren
wie Plattensiegelung, Walzensiegelung und Kombinati-
on Walzen/Plattensiegelung angewendet werden.
[0030] Wenn sich die Klebeschicht direkt auf der Deck-
folie befindet, dann wird diese durch gesteuerten Druck
aufgebracht. Dies ist besonders wichtig bei klebrigen Sy-
stemen, damit das Füllgut nicht an der Innenseite der
Deckfolie haftet.
[0031] Ist die selbstklebende Schicht Bestandteil des
Blisterbodenteils, so kann sie vor oder nach der Formung
der napfförmigen Behältnisse in der Formstation, vor
oder nach der Befüllung der Näpfe, aufgebracht werden.
In diesem Fall kann die Aluminiumfolie auf der Siegel-
seite blank sein.
[0032] Die Verbindung der Deckfolie mit dem Blister-
bodenteil erfolgt in der Siegelstation.
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[0033] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnung; diese zeigt schematisch in

Fig. 1 - 3 die Versiegelung einer Blisterverpackung
nach dem Stand der Technik;

Fig. 4 die Draufsicht auf eine erfindungsgemäss
verwendetes System mit selbstklebender
Siegelschicht;

Fig. 5 einen Querschnitt durch das System von
Fig. 4 nach der Linie I-I;

Fig. 6 einen Querschnitt durch ein Blisterboden-
teil;

Fig. 7 - 9 die erfindungsgemässe Versiegelung des
Blisterbodenteils von Fig. 6 und einer Deck-
folie mittels des selbstklebenden Systems
von Fig. 5 im Querschnitt.

[0034] Bei einer in den Fig. 1 - 3 dargestellten Versie-
gelung einer Blisterverpackung 10 nach dem Stand der
Technik wird ein Blisterbodenteil 16 mit aus einer
Bodenfolie18 herausgeformten napfförmigen Vertiefun-
gen 20 mit Öffnungen 21 nach dem Befüllen der Näpfe
mit beispielsweise Tabletten 22 durch Siegeln einer die
Näpfe abdeckenden und diese dicht verschliessenden
Deckfolie 12 gegen das Blisterbodenteil 16 gesiegelt.
Hierzu weist eine der beiden Komponenten-  üblicher-
weise die Deckfolie 12 - eine heisssiegelfähige Beschich-
tung 14 auf.
[0035] Wie in den Fig. 4 - 9 dargestellt, wird bei der
erfindungsgemässen Versiegelung eines Blisterboden-
teils 16 mit einer Deckfolie 12 anstelle einer heisssiegel-
fähigen Beschichtung 14 ein selbstklebendes System 24
verwendet. Das selbstklebende System 24 besteht aus
einem Trägermaterial 28 mit auf diesem angeordneter
Schicht aus einem druckempfindlichen Klebstoff 30
(PSA, pressure sensitive adhesive). Das mit dem druck-
empfindlichen Klebstoff 30 beschichtete Trägermaterial
28 weist Öffnungen 26 auf, die in Anzahl und Anordnung
den Öffnungen 21 der napfförmigen Behältnisse 20 im
Blisterbodenteil 16 entsprechen.
[0036] Vor oder nach dem Befüllen der Näpfe 20 des
Blisterbodenteils 16 mit z. B. Tabletten 22 wird das mit
dem druckempfindlichen Klebstoff 30 beschichtete Trä-
germaterial 26 auf das Blisterbodenteil 16 aufgesetzt
(Fig. 7). Das Trägermaterial wird entfernt, so dass das
Blisterbodenteil 16 - unter Auslassung der Öffnungen 21
der Näpfe 20 - mit der selbstklebenden Schicht 30 be-
schichtet ist (Fig. 8).
[0037] Zum Verschliessen der Näpfe 20 im Blisterbo-
denteil 16 wird eine Deckfolie 12 aufgelegt und gegen
die selbstklebende Schicht 30 gedrückt, wodurch sich
die versiegelte Blisterpackung 10 ergibt.

[0038] Wenn die selbstklebende Schicht 30, wie die
heisssiegelfähige Beschichtung 14 bei den Verfahren
nach dem Stand der Technik, als vollflächige Beschich-
tung der Deckfolie 12 eingesetzt wird, entspricht die Ver-
siegelung dem in den Fig. 1 - 3 gezeigten Verfahren.
Damit das Füllgut jedoch nicht an der Innenseite der
Deckfolie 12 an der selbstklebenden Schicht 30 haftet,
erfolgt die Applizierung von Klebstoff über einen gesteu-
erten Druck nur im Siegelbereich, d.h. die bei der späte-
ren Siegelung der Deckfolie 12 gegen ein Blisterboden-
teil 16 über den Näpfen 20 liegenden Bereiche bleiben
klebstofffrei.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Versiegelung von Blisterverpackun-
gen (10), bei welchem Verfahren ein Blisterbodenteil
(16) mit wenigstens einem aus einer Bodenfolie (18)
herausgeformten, eine Öffnung (21) aufweisenden
napfförmigen Behältnis (20) über eine Siegelschicht
(14) mit einer Deckfolie (12) versiegelt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Siegelschicht als selbstklebende Schicht (30)
zwischen der Deckfolie (12) und dem Blisterboden-
teil (16) angeordnet und die Versiegelung im wesent-
lichen ohne Zufuhr von Wärme aktiviert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Siegelschicht (30) einen druck-
empfindlichen Klebstoff (PSA, pressure sensitive
adhesive) enthält und durch Druck aktiviert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Siegelschicht (30) auf das
Blisterbodenteil (16) aufgebracht wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Siegelschicht (30) auf die
Deckfolie (12) aufgebracht wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Siegelschicht mittels eines
Druckverfahrens mit auf die Anordnung der Öffnun-
gen (21) der Näpfe (20) im Blisterbodenteil (16) ab-
gestimmten klebstofffreien Bereichen auf die Deck-
folie (12) aufgetragen wird.

6. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Siegelschicht von einer
Trägerfolie (28) mit Antihaftbeschichtung auf das Bli-
sterbodenteil (16) oder die Deckfolie (12) übertragen
wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Siegelschicht (30) vor dem Auf-
bringen auf das Blisterbodenteil (16) mit auf die An-
ordnung der Öffnungen (21) der Näpfe (20) im Bli-
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sterbodenteil (16) abgestimmten Öffnungen (26)
versehen wird.
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